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Verfahren und 



Vorriehtunq zuzn feini^n „„„ 



Die vorlregende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
und e.ne Vorrrchtung zu m Keinigen von Substraten, bei dem 
bZW - ""I dlS Subst »" dwells einzein in wenigstens 

exner C-robreinigungseinrichtung naii vorgereinigt werden. 

In der Halbleiterindustrie werden Halbleiter-Waf er unter- 
schiedlichen Verf ahrensschritten, wie z. B Beschich- 
tungs-, Maskierungs-, Atz-, Dotierungs-, Polierschritten 
usw ausgesetzt. Dazwischen kann es notwendig sein, die 
Substrate zu rexnigen. Insbesondere nach einem Pol ier - 
schritt ist es erf orderlich, die polierten Substrate zu 
rexn.gen, da an ihnen in der Kegel Abrieb-Teilchen der 
Substrate, sowie Polierf lOssigkeit anhaften. 

Bei herkonuruUchen Verfahren zum R eini g en von Substraten 
nach einem Pcliervorgang werden die Substrate von der Po- 
Hervorrichtung zu einer BUrstenreinigungsanlage trans- 
portiert, wie sie beispielsweise aus der EP-A-0 412 796 
der JP-A-7 066 161, de- US-A-S cic 

515 ° der der JP-A-1 
289 122 bekannt sxnd. Bei diesen bekannten Burstenreini- 
gungsanlagen werden die Substrate einzein mittels rotie- 
render Bursten und einer Reinigungsf lussigkeit gereinigt 

r:;r:: d werden die substrate ±n - ----- 

U A l\T rg6 geSammelt ' Wie eS beispielsweise in der 
US-A-5 547 515 beschrieben ist. 

Da die Burstenreinigung in der Regel nicht ausreichend 
ist, werden die getrockneten und gesammelten Substrate 
spater ln eine Feinreinigungsvorrichtung, wie sie bei- 
spielsweise aus der DE-A-44 13 077, der DE-A-195 46 990 
Oder der DE-A-196 37 875 derselben Anmelderin bekannt 
smd, eingesetzt. In dieser Feinreinigungsvorrichtung 
werden die in einer Charge bef indlichen Substrate gemein- 
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«m xn eine Behandlungsf lussigkei t eingetaucht und in ihr 
bexspielsweise durch Erzeugen einer strung in einem 
Behandlungsbecken endgereinigt . Nachfolgend werden die 
fcubscrate aus der Feinreinigungsvorrichtung herausbewegt 
und getrocknet, wobei die Trocknung durch lang3a.es Her- 
ausheben der Substrate aus der Behandlungsf lussigkeit er- 
rolgt. Durch ein uber der Behandlungs f lussigkeit einge- 
lextetes Fluid wird gema/i dem "Marangoni- E f f ekt" , der in 
der E P- A - 0 385 53 5 beschrieben ist, der Trocknungsvorgang 

Bei der oben beschriebenen Verf ahrensabf olge ist zwischen 
der txnzelreinigung der Substrate in den Burstenrein « - 
gungsanlagen und der chargenweisen Reinigung in der ~ FeLn 
rexnxgungavorrichtung eine Trocknung der jeweili gen Sub- 
strate notwendig, die z. B . durch Schleudern oder War m .- 
behandlung der Wafer erfolgt. Diese Trocknung ist 
notwendig, da die bei der Burstenreinigung verwendet- Be- 
handlungsf lussigkeit ansonsten an dem Wafer anhaf ten"„Or- 
de und Schlieren erzeugt, die bei einer nachf olg ende n 
Rexnxgung schwer zu entfernen sind. Die getrockneten * 
fer mussen dann zwischengelagert und gesammelt werden 
als eine Charge in die Feinreinigungsvorrichtung einge 
setzt zu werden. 



Wa- 
um 



Der Trocknungsschritt zwischen der Burstenreinigung und 
der Fexnreinigung ist aufwendig und birgt die Gefahr ei- 
ner Beschadigung des Wafers durch das Schleudern bzw. die 
Warmebehandlung in sich. 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zu- 
grunde, ein vereinf achtes und verbessertes Verfahren und 
exne verbesserte und vereinfachte Vorrichtung zum Reini- 
gen von Substraten vorzusehen, mit dem bzw. mit der die 
Behandlung der Substrate beschleunigt und damit die Pro- 
duktxvitat erhoht wird. 
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Erfxndungsgema* „ ird die Aufgabe bei e±nem Verfahren 
exngangs genannten Art dadurch gelost, daJJ die Substrate 
nach der Vorreinigung i m nassen Zustand in ein mit Be- 
handlungsfluid gefulltes Sammelbecken transportiert war- 
den, die Substrate in dem Sammelbecken gesartunelt warden 
dxe Substrate beim Erreichen einer bestimmten Anzahl in' 
dem Sanuaelbecken gemeinsam als eine Charge im nassen Zu- 
stand xn eine Feinreinigungsvorrichtung transoortiert 
dxe Substrate in der Feinreinigungsvorrichtung na 6 endge- 
rexnxgt warden, und die Charge nachfolgend getrocknet 



wird 



indem die Substrate ohne Zwischentrocknung in ein mit Be - 
handlungsfluid gefulltes Sammelbecken transportiert wer- 
den bevor die Substrate beim Erreichen einer bestimmten 
Anzahl als eine Charge wiederum im nassen Zustand in die 
Feinreinigungsvorrichtung transportiert warden, erubriot 
sxch eine Trocknung der Substrate nach der Grobreinigung 
da durch die Aufbewahrung der Substrate in einer Flussig 
kext das Antrocknen der Flussigkeit und die damit verbun- 
dene Schlierenbildung v^erhindert wird. Dadurch besteht 
auch keine Gefahr einer Beschadigung der Substrate bei 
exner Zwischentrocknung und ferner wird die Behandlungs- 
geschwindigkeit und damit die Effizienz der Vorrichtuno 
erhoht. y 



Fur eine einfache und effektive Vorreiningung wird das 
Substrat vorzugsweise mit einer sich drehenden Burste und 
exner Behandlungsf lussigkeit vorgereinigt . 

Vorzugsweise wird das Substrat fur eine gleichmaftige Vc- 
rexnxgung wahrend derselben gedreht . 

Urn die Vorreinigungswirkung zu erhohen, wird das Substrat 
gema» einem bevorzugten Ausf uhrungsbeispiel mit Oltra- 
schallwellen bzw. mit Megasonic beschallt. 
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Gemaft einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm der ErfS„ dung 
wird das Substrat in zwei unterschiedlichen Grobreini- 
gungseinrichtungen vorgereinigt und i m nassen Zustand von 
emer ersten Grobreinigungseinrichtung zu einer ^weiten 
Grobreinigungseinrichtung transportiert . Durch die Ver- 
wendung zweier Grobreinigungseinrichtungen wird die Vor- 
reinigungswirkung erhoht . 

GemaB einer besonders bevorzugten Aus f uhrungsf orm der Er- 
findung werden die Substrate wahrend der Verfahr.ns- 
schrxtte in einer im wesentlichen gleichen, vertikalen 
Orrentierung gehalten, wodurch insbesondere ein* T^ans- 
porteinrichtung fur die Substrate vereinfacht werden 
kann, da diese die Substrate zwischen den verschiedenen 
Reinigungsschritten nicht drehen mull. 

Zum Erreichen einer guten Endreinigungsvirkung werden die 
Substrate vollst^ndig in eine Reinigungs- und/oder Spul- 
Clussxglceit eingetaucht und mit dieser umspult. Vorzugs- 
weise werden die Substrate zum Erhohen der Reinigungswir- 
kung dabei mit Ultraschallwellen beschallt. 

GemaB einer bevorzugten Ausf Uhrungsf orm der Erfindung 
werden die Substrate zum Trocknen aus der Reinigungs- 
und/oder Spulf lussigkei t herausbewegt und in eine Trok- 
ken-Transfer-Haube eingefuhrt und in dieser verriegelt 
Urn den Trocknungsvorgang zu beschleunigen, wird vorzugs- 
we.se uber die Trocken-Transf er-Haube vor und/oder wah- 
rend dem Herausbewegen der Substrate aus der Reinigungs- 
und/oder Spulf lussigkeit ein Fluid in den Trocknungsbe- 
reich eingeleitet. Dabei ist das eingeleitete Fluid vor . 
zugsw elS e ein Gasgemisch aus Stickstoff und Isopropylal- 
kohol welche die Oberf lachenspannung der Reinigungs- 
und/oder Spulf lussigkeit verringert und dadurch ein bes- 
seres abflieBen der Reinigungs- und/oder Spulf lussigkeit 
beim Herausbewegen der Substrate bewirkt. 
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D« ges.ellte Aufgabe w ird bei einer Vorricn 2um Nafi _ 

strat-Grobrexnxgungseincichtung mit einer Flussigkeitszu- 
fuhr und einem Behandlungsbehalter aufweist, dadurch ge- 
. lost da. wenigstens ein .it Behandlungsf luid fullbares 
Sammelbecken zur Aufnahme mehrerer Substrate, eine Char 
gen-Fe.nreinigungseinrichtung mit e inem Fluidbehalter and 
wenxgstens eine Transportvorrichtung, 2um Na*- Transport 
der Substrate zwischen der Einzelsubstrat-Grobreinigungs- 
exnrxchtung und de m Sammelbecken einerseits und dem Sam- 
melbecken und der Chargen-Feinreinigungseinrichtung ande- 
rerseits vorgesehen ist. 

Durch Vorsehen eines mit Behandlungsf luid failbaren Sam- 
melbecKens zur Aufnahme .ehrerer Substrate K6nnen die 

Sa U ^ ei r r\ naCh Slner Einzelsub8t «t-Grobrei„i guag in dem 
Sammelbecken zwischengelagert werden bevor sie chargen- 
wexse i„ eine Feinreinigungseinrichtung transportiert 
werden kannen. Durch die Zwischenlagerung in einem Be- 
handlungsf luid besteht keine Gef.hr, da* die nach der 
Grobreinigung an den Scbstraten anhaftende Fliissigkeit 
antrocknet und Schlieren biidet. Damit kann auch der bis- 
her benotigcen Trocknungsschritt zwischen einer Einzel- 
Grobreinigung und einer Chargen-Feinreinigung mit der Ge- 
fahr exner Bescnadigung der Substrate entf alien. Daraber- 
hxnaus wird die Behandiungsgeschwindigkeit und somit die 
Effxzxenz der Vorrichtung erhSht. 

Fur exne gute Grobreinigungswirkung weist die Einzelsub- 
strat-Grobreinigungseinrichtung wenigstens eine drehbare 
Burste auf. GemaS eine r Ausf uhrungsf orm der Erfindung 
wexst die Einzelsubscrat-Grobreinigungseinrichtung wenig- 
stens eine drehbare Andruckrolle auf, urn das Substrat 
wahrend der Grobreinigung zu drehen und dadurch eine 
glexchmafiige Reinigungswirkung zu erhalten. 
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Zur Erhohung der Fteinigungswir kung weist die Einzelsub- 
strat-Grobreinigungseinrichtung wenigstens einen Ultra- 
schallsender auf. GemaA einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm 
der Erfindung weist die Einzel subs trat-Grobreinigungs- 
einrichtung zwei Behandlungsbecken mit jeweils wenigstens 
einer Flussigkeitszuf uhr und wenigstens einer BCirste auf. 
Hierdurch kann eine zweistufige und bessere Vorreinigung 
der Substrate erreicht werden. 



Gemafi einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm der Erfindung 
weisen die Einzelsubstrat-Grobreinigungseinrichtung, da& 
Sammelbecken, die Char gen- Fein rein igungseinrichtung sowie 
die Transportvorrichtung jeweils Haltemittel auf, urn die 
Substrate in einer im wesentlichen gleichen, vorzugsweise 
vertikalen Ausrichtung zu halten. Hierdurch wird insbe- 
sondere die Transportvorrichtung vereinfacht, da diese 
das Substrat wahrend des Transports nicht in eine andere 
Ausrichtung drehen muft . Vorteilhaf terweise werden die 
Substrate im wesentlichen vertikal gehalten, urn eine Kom- 
patibilitat mit bekannten Chargen-Feinreinigungseinrich- 
tungen zu erreichen. 



Vorzugsweise weist die Chargen-Feinreinigungseinr ichtung 
wenigstens einen EinlaB fur Reinigungs- und/oder Spui- 
fllissigkeit, sowie wenigstens einen Ult raschallsender 
auf, um eine gute Endreinigungswir kung zu erreichen. 

Urn das Einbringen und Ausbringen der Substrate in bzw. 
aus der Chargen-Feinreinigungseinrichtung zu erleichtern 
weist sie eine Anheb- und Absenkvorrichtung fur die Sub- 
strate auf. 



Gemaft einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm der Erfindung 
weist die Transportvorrichtung eine Trocken-Transport- 
Haube mit Haltemitteln fur die Substrate auf. Durch die 
Haltemittel in der Trocken-Transport-Haube wird ermog- 
licht, das die Substrate alleine, d. h. ohne einen ent- 
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sprechenden Subs trat trager aufgenommen und t ransportiert 
werden konnen was die Gefahr einer Verunreinigung der 
Substrate durch einen Subst rattrager verringert. 

Zur Beschleunigung eines Trocknungs vorgangs, helm Heraus- 
heben der Substrate aus einer in dem Fluidbehalter der 
Chargen-Feinreinigunseinrichtung bef indlichen Flussig- 
keit, weist die Trocken-Transport-Haube Mittel zum Ein- 
ieiten eines Fluids in einen uber einer Oberflache der 
besagten Flussigkeit befindlichen Trocknungsbereich auf. 

Vorzugsweise weist die Transportvorrichtung eine Nafi- 
Transport-Haube zum Transport einer Charge aus Substraten 
von einem Sammeibecken zu der Chargen-Feinreinigungsein- 
richtung auf. Durch die Verwendung einer NaB-Transpcrt- 
Haube neben der Trocken-Transport-Haube wird sicherge- 
stellt, daft die Trocken-Transport-Haube immer trocken 
ist, und somit die aufgenommen Substrate nicht verunrei- 
nigt . 

Fur einen einfachen und plat zsparenden Aufbau, sind die 
Einzelsubstrat-Grobreinigungseinrichtungen, daii Aufnahme- 
und Sammeibecken sowie die Chargen-Feinreinigungseinrich- 
tung in einer Reihe angeordnet. Hierdurch wird auch die 
Transportvorrichtung vereinfacht, da diese nur lineare 
Bewegungen ausfuhren muft. 

Gemart einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm der Erfindung 
weist die Vorrichtung einen Eingabebereich mit einer Auf- 
nahme sowie ein mit Flussigkeit ftillbares Eingangsbecken 
auf. Der Eingabebereich mit einer Aufnahme bringt den 
Vorteil, daft ein externer Handler ohne genaue zeitige Ko- 
ordinierung mit den Einzelsubs trat-Grobreinigungsein- 
richtungen Substrate an die Vorrichtung liefern kann. Das 
mit Flussigkeit fiillbare Eingangsbecken verhindert gege- 
benenfalls ein antrocknen von an den Substraten anhaften- 
den Flussigkeiten vor einer Grobreinigung . 
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25 



30 
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Fur einen platzsparenden Aufbau der Gesamtvorrichtung so- 
wie eine Vereinf achung der Transportvorrichtung sind die 
Einzelsubstrat-Grobreinigungseinrichtung, daft Sammelbek- 
ken, die Chargen-Feinreinigungseinrichtung, der Eingabe- 
bereich sowie das Eingangsbecken in einer Reihe angeord- 



net 



Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeichnungen 
erlautert; in den Zeichnungen zeigt: 



Fi< ?- 1 eine per spekt ivische Ansicht einer Reini- 

gungsvorrichtung fur Substrate gemaA der 
1 ^ voriiegenden Erfindung; 

Fl 9- 2 eine Draufsicht auf die Reinigungsvorrich- 

tung gemafi Fig. 1 ,- 
Fig. 3 a und b eine Langsschnit tansicht durch ein erstes 
Modul der Reinigungsvorr ichtung gem. Fig. 
1 und eine Querschnit tansicht durch sine 
Eur st en reinigungsvorr ichtung des ersten 
Modul s ; 

Fi 9- 4 eine schematische Schnit tansicht einer 

Feinreinigungsvorrichtung . 



Die Figuren 1 und 2 zeigen die erfindungsgemaiie Reini- 
gungsvorrichtung 1, die im wesentlichen aus zwei Modulen 
2 und 3 sowie einer die zwei Module bedienenden Trans- 
portvorrichtung 4 aufgebaut ist. Das erste Modul 2 bildet 
eine Eingabe- und Vorreinigungsstation , wahrend das zwei- 
te Modul 3 eine Sammel-, Feinreinigungs- und Ausgabesta- 
. tion bildet. 

Das Modul 2 weist einen Waf ereingabebereich 5 mit einem 
Aufnahme- und Halteelement 7 fur einen Wafer 8 auf. Das 
Aufnahme- und Halteelement 7 ist derart angeordnet, daft 
der Wafer 9 in einer vertikalen Position gehalten wird. 
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Der Wafer 8 wird uber einen externen, nicht dargestell- 
ten, Handler von einer Polierstation abgenommen, gegebe- 
nenfalls in die vertikale Position gedreht, und in die 
Aufnahme- und Haltevorrichtung 7 eingesetzt. 

Benachbart zu dem Auf nahmebereich 5 ist ein Aufnahmebek- 
ken 9 vorgesehen, welches mit einem Fluid wie beispiels- 
weise Dl-Wasser gefullt ist, und mehrere Wafer wie z. B. 
5 Wafer aufnehmen kann. 



Das Modul 2 weist ferner erste und zweite Burstenreini- 
gungseinrichtungen 10 und 11 auf, die benachbart zu der 
dem Auf nahmebecken 9 gegenube r liegenden Seite des Aufnah- 
mebereichs 5 angeordnet sind. Die erste Burstenreini- 
gungseinrichtung 10 weist wie am besten in Fig. 3a und b 
zu sehen ist, einen Deckel 14 und ein Behandlungsbecken 
15 mit Uberlauf auf, das von unten mit einer Behandlungs- 
fliissigkeit 16 befullt wird. Innerhalb des Beckens 15 ist 
ein Wa f erauf nahmeelement 17 in Form einer 3~Punkt Auflage 
derart angeordnet, daft es einen in das Becken 15 einge- 
setzten Wafer 8 so halt, daft dieser halb in die Behand- 
lungsf liissigkeit 16 eingetaucht ist und vertikal gehalten 
wird. Die Burstenreinigungseinrichtung 10 weist ferner 
zwei Burstenrollen 20, 21 auf, die jeweils auf entgegen- 
gesetzten Seiten eines in das Becken 15 eingesetzten Wa- 
fers angeordnet sind, sowie zwei Andruckrollen 22, 24, 
die bei der Reinigung am Rand des Wafers 8 anliegen, urn 
diesen zu drehen. Die Burstenrollen 20, 21 erstrecken 
sich in Langsrichtung des Beckens 15 und sind derart 
oberhalb des Beckens 15 angeordnet, das sie sich zurnin- 
dest teilweise in die Behandlungsf liissigkeit 16 im Becken 
15 erstrecken. Die Burstenrollen 20, 21 sind zur Reini- 
gung eines in das Becken 15 eingesetzten Wafers 8 dreh- 
bar. Ferner weisen die Burstenrollen einen Fluidkanal in 
ihrem Inneren auf, uber den Behandlungsf luid von innen 
zur Auftenseite der Burstenrollen geleitet wird. 
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In der ersten Bur stenremigungseinr ichtung 10 ist ferner 
wenigstens ein Ul traschallsender vorgesehen, um den Wafer 
zur besseren Reinigung mit Ultraschallwellen zu beschal- 
len . 

Die zweite Bur stenre inigungseinrichtung 11 ist im wesent- 
lichen genauso aufgebaut wie das erste Burstenbecken, je- 
doch ohne Ultraschallsender. 

Der Eingabebereich 5, das Auf bewahrungs- und Sammelbecken 
3, sowie die Burs tenbecken 10 und 11 sind in einer Reihe 
in dem Modul 2 angeordnet . 

Das Modal 3 schlieAt seitlich direkt an das Modul 2 an r 
und zwar benachbart zu der zweiten Burs tenr einigungsein- 
richtiing 11. Benachbart zu der Burstenreinigunseinrich- 
tung 11 weist das Modul 3 ein Auf bewahrungs- und Sammel- 
becken 30 auf, das zur Aufnahme einer grofteren Anzahl von 
.Halbleiterwafern 8, wie z. B. 25 Halbleiterwaf ern , geeig- 
20 net ist. Zu diesem Zweck weist das Sammelbecken 30 eine 
nicht naher dargestellte Auf nahmevor richtung sowie eine 
Anheb- und/oder Absenkvorrichtung fur die Halbleiterwaf er 
8 auf. Das Sammelbecken 30 ist mit einem Behandlungs- 
fluid, wie z- B. Dl-Wasser, derart gefullt, dafi die in 
25 dem Sammelbehalt er 30 auf genommenen Halbleiterwaf er 8 

vollstandig in das Fluid eingetaucht sind. Das Becken 30 
kann ein Dberlauf becken sein, obwohl dies nicht darge- 
stellt ist. 



15 



30 



35 



Benachbart zum Sammelbecken 30 ist eine Feinreinigungs- 
einrichtung 35 vorgesehen, die am besten in Fig. 4 Z u se- 
hen ist. 

Der Aufbau einer derartigen Feinreinigungseinrichtung 35 
ist beispielsweise in der DE-A-44 13 077, der DE-A-195 46 
990 oder der DE-A-196 37 875derselben Anmelderin be- 
schrieben, deren Inhalte zum Gegenstand der vorliegenden 
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Anmeldung gemacht wird, urn Wiederholungen zu vermeiden . 
Als Grundelemente weist die Feinreinigungseinrichtung 35 
ein Behandlungsbecken 36 auf, das wahlweise gleichzeitig 
und/oder abwechselnd mit einem Behandlungsf luid, wie z. 
5 B. einer Atzf lussigkeit , einer chemischen Reinigungsf lus- 
sigkeit und/oder einer Spulf lussigkeit gefullt wird. Fer- 
ner ist in dem Becken eine Anheb- und Absenkvorricht ung 
37 in der Form eines Messers fur die Haibleiterwaf er 8 
vorgesehen. Die Feinreinigungseinrichtung 35 weist ferner 

10 wenigstens einen nicht dargestellten Ult raschallsender 
auf, um die in dem Behandlungsbecken 36 und dem Behand- 
lungsfluid befindlichen Wafer mit Ultraschallwellen zu 
beschallen. Im unteren Bereich des Behandlungsbeckens 36 
sind Einlaftdusen 38 fur das Behandlungsf luid, sowie ein 

15 Auslali 39 in der Form eines Quick-Dump-Ventils vorgese- 
hen, uber das das Behandlungsf luid abgelassen wird. 

Benachbart zu der Feinreinigungseinrichtung 35 ist eine 
Ausgabestation 40 vorgesehen, auf der die gereinigten und 
20 getrockneten Wafer abgelegt werden, und von der aus diese 
abt ransportiert werden. 

Die die beiden Module 2 und 3 bedienende Transportvor- 
richtung 4 weist einen ersten horizontal und vertikal be- 

25 wegbaren Handler 50 auf, zum Transport der Wafer 8 vom 

Eingabebereich 5 in das Auf nahmebecken 9 und vom Aufnah- 
mebecken 9 zur ersten Biirstenreinigungseinr ichtung 10. 
Der Handler 50 weist in bekannter Weise eine Greifvor- 
richtung 51 fur die Wafer 8 auf, die als sogenannter Ed- 

30 ge-Gripper ausgebildet ist. Die Greif vorrichtung ist uber 
Verbindungselemente 52 beabstandet zu und vertikal beweg- 
bar zu einer ersten Verti kalstrebe 55 der Transportvor- 
richtung 4 mit dieser verbunden. Die Verti kalstrebe 55 
ist wiederum horizontal bewegbar an Hori zontalstreben 56 r 

35 57 der Transportvor richtung 4 angebracht. Die Vertikalbe- 
wegung der Grei f vorrichtung erfolgt somit enrlang der 
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Strebe 55, wahrend die Hori zontalbewegung durch eine Be- 
wegung der Strebe 55 entlang der Streben 56, 57 erfolgt. 

Die Transportvorrichtung 4 weist ferner einen zweiten 
Handler 60 auf, der im wesentlichen dem erstea Handler 50 
gleicht, und der wiederum entlang Vertikal- und Horizon^ 
talstreben vertikai und horizontal bewegbar ist. Der 
Handler 60 dient zum Transport der einzelnen Wafer 8 von 
der ersten Burs tenreinigungseinr ichtung 10 in die zweite 
Bursrenreinigunseinrichtung 11 und aus der zv/eiten Bur- 
stenreinigungseinrichtung 11 in das Aufbewahrungs- und 
Sammelbecken 30 des zweiten Moduls 3. 

Die Transportvorrichtung 4 weist ferner eine Nali-Trans- 
fer-Haube 65 zum Transport einer Charge von Wafern aus 
dem Sammelbecken 30 in die Feinreinigungseinr ichtung 35 
auf. Eine derartige Nafi-Transf er-Haube 65 ist beispiels- 
weise aus der DE-A-196 52 526 derselben Anmelderin be- 
kannt, die insofern zum Gegenstand der vorliegenden An- 
meldung gemacht wird, um Wiederholungen zu vermeiden. 

Die Transportvorrichtung 4 weist ferner eine Trocken- 
Transf er-Haube 70 auf, die beispielsweise in der DE-A-196 
52 52 6 derselben Anmelderin beschrieben ist. Um Wiederho- 
lungen zu vermeiden, wird der Inhalt der Voranmeldung in- 
sofern zum Gegenstand der vorliegenden Anmeldung gemacht. 
Die Trocken-Transf er-Haube 70, die schematisch in Fig. 4 
gezeigt ist, dient zur Aufnahme der aus dem Behandlungs- 
becken 36 herausgehobenen Wafer und zum Transport dersel- 
ben zu der Ausgabestat ion 40, Die Trocken-Transf er-Haube 
weist seitliche Fiihrungen 71 zur Aufnahme und Fuhrung der 
Wafer 8, sowie ein Verriegelungselement 72 auf, um die 
aufgenommenen Wafer zu halten. Ferner weist der Deckel 70 
eine Gaszufuhr 75 auf, uber die ein Gasgemisch, das bei- 
spielsweise aus Stickstoff und I sopropylal kohol (N 2 /IPA) 
besteht, eingefuhrt werden kann. 
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Das Sarnmelbecken 30 r die Feinreinigungseinrichtung 35 so- 
wie die Ausgabeeinheit 40 sind in einer Reihe mit dem 
Eingabebereich 5, dem Aufnahme- und Sarnmelbecken 8, und 
den ersten und zweiten Burstenreinigungseinrichtungen 10 
5 und 11 angeordnet. 

Beim Betrieb der erf indungsgemaften Vorrichtung wird ein 
Wafer 8 von einem externen, nicht gezeigten Naft-Roboter 
von einer nicht gezeigten Polisher-Output-Station aufge- 

10 nommen, gegebenenf al Is in eine vertikale Position gedreht 
und auf dem Aufnahme- und Halteelement 7 des Eingabebe- 
reichs 5 abgelegt. Nachfolgend greift der Handler 50 den 
Wafer und transport iert ihn zunachst in das f lussigkeits- 
gefullte Auf nahmebecken 9, und legt diesen darin ab. Das 

15 Auf nahmebecken 9 kann beispielsweise bis zu funf Wafer 
aufnehmen. 

Nachfolgend holt der Handler 50 den Wafer wieder aus dem 
Auf nahmebecken 9 heraus und fahrt ihn iiber die erste Biir- 

20 stenreinigungseinrichtung 10, dessen Deckel 14 sich off- 
net. Der Handler 50 legt den Wafer auf der Auflage 17 im 
Behandlungsbecken 15 ab und bewegt sich aus der Bursten- 
reinigungseinrichtung heraus. Die Andriickrollen 22, 24 
und die Burs tenrollen 20, 21 werden mit dem Wafer in Ein- 

25 griff gebracht, und das Behandlungsbecken 15 wird bis zum 
Uberlaufen mit einer Flussigkeit 16, wie beispielsweise 
Dl-Wasser gefullt, so daJ5 der Wafer 8 halb eingetaucht 
ist. Die Burstenrollen 20, 21 werden gedreht und drucken 
dadurch den Wafer 8 leicht nach oben gegen die Andruck- 

30 rollen 22, 24, wodurch der Wafer 8 von der Aufnahme 17 

abgehoben wird und durch die sich drehenden Andruckrollen 
22, 24 in eine Drehbewegung versetzt wird. Durch die Bur- 
stenrollen 20, 21 wird der Wafer grob gereinigt. Wahrend 
dieses Biirste ns wird der Ultraschallsender aktiviert, um 

35 dadurch die Reinigungswir kung zu erhohen. Die Drehge- 

schwindigkeit der Burstenrollen 20, 21 und der Andruck- 
rollen 22, 24 wird gegen Ende der Reinigung ver langsamt , 
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wodurch der Wafer 8 wieder in die Aufnahme 7 abgesenkt 
wird. Die Burstenrollen 20, 21 und die Andruckrollen 22, 
24 werden vom Wafer 8 weg bewegt und der Deckel 14 der 
Burstenreinigungseinrichtung 10 offnet sich. Der zweite 
5 Handler 60 bewegt sich uber die erste Burstenreinigungs- 
einrichtung 10, greift den Wafer 8 und transport iert inn 
in die zweite Burst enreinigungseinr ichtung 11, wo er den 
Wafer 8 auf einer Auflage ablegt . Im Burs tehbecken 11 
wird der Reinigungsvorgang vom ersten Burs tenbecken 10 im 
10 wesentlichen wiederholt, wobei diesmal kein Ultraschall 

eingesetzt wird, und das im Behandlungsbecken befindliche 
Wasser auch nicht zum Uberlaufen gebracht wird. 

Nach der Reinigung in der zweiten Burstenreinigungsein- 
15 richtung 11 wird der Wafer durch den zweiten Handler 60 
ergriffen, uber das S amine lb ec ken 30 t ransportier t und in 
die darin befindliche Auf nahmevorr ichtung eingesetzt. Die 
vorangegangenen Schritte werden mit jeweils neuen Wafern 
wiederholt, bis alle Platze im Sammelbecken 30 besetzt 
20 sind. 



Wenn alle Platze im Sammelbecken 30 besetzt sind, wird 
die Naft-Transfer-Haube 65 uber das Sammelbecken 30 be- 
wegt, und alle Wafer 8 werden gemeinsam aus dem Sammel- 
becken 30 in die NaB-Transf er-Haube 65 gehoben und ver- 
riegelt. Wenn die Wafer 8 in der Naft-Transf er-Haube 65 
verriegelt sind, fahrt sie uber die Feinreinigungsein- 
richtung 35. Die in dem Behandlungsbecken 36 befindliche 
Anheb- und Absenkvor richtung 37 wird hochgef ahren , urn die 
in der NaB-Transf er-Haube 65 auf genommenen Wafer 8 aufzu- 
nehmen. Daraufhin lost sich der Verriegelungsmechanismus 
der Naft-Transf er-Haube 65 und die Wafer 8 werden gemein- 
sam uber die Anheb- /Absenkvor richtung 37 in das Behand- 
lungsbecken 36, das mit einem Behandlungs fluid , wie z. B. 
Dl-Wasser gefullt ist, abgesenkt. Aus den Dusen 38 im 
Beckenbcden wird Rei nigungsf lussigkeit zwischen die Wafer 
8 gespritzt. Das DT-Wasser im Behalter wire dabei nach 
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oben verdrangt und lauft uber einen Uberlauf ab. Der Ul- 
t raschallsender wird fur eine bestimmte Behandlungszeit 
aktiviert. Nachfolgend wird die Reinigungsf liissigkeit 
mitteis eines Schnellablaft ventils (Quick Dump) 39 nach 
unten abgelassen und der Behalter wird wiederum von unten 
mit Dl-Wasser gefullt . Die Trocken-Transf er-Haube 70 wird 
uber das Behandlungsbecken 36 bewegt, und uber die Haube 
70 wird ein Gasgemisch, wie beispielsweise N 2 /IPA als 
Schicht uber die Oberflache des Dl-Wassers eingeleitet. 
Anschlieftend werden die Wafer 8 gemeinsam mit der Anheb- 
/Absenkvorrichtung 37 aus dem Dl-Wasser in die Trocken- 
Transf er-Haube 70 gehoben. Wenn sich die Wafer 3 in der 
Trocken-Transf er-Haube 70 befinden, wird der Verriege- 
lungsmechanismus 72 der Haube betatigt, urn die Wafer 8 zu 
halten . 

Nachfolgend fahrt die Trocken-Transf er-Haube 70 uber die 
Ausgabestation 40 und legt die Wafer 8 durch Offnen des 
Verriegelungsmechanismus 72 auf einer Waf erauf nahrne der 
Ausgabesta t ion 40 ab. Von der Ausgabestation werden die 
Wafer 8 mit einem externen Trocken-Roboter abgeholt . 

Die voriiegende Erfindung wurde anhand eines speziellen 
Ausf uhrungsbeispiels beschrieben. Die Erfindung ist aber 
nicht auf dieses spezielie Ausf unrungsbeispiel be- 
schrankt . Beispielsweise ware es denkbar, statt zwei Bur- 
stenreinigungseinr ichtung 10 r 11, nur eine Burstenreini- 
gungseinrichtung vorzuseben, in der gegebenenf alls eine 
einstufige oder auch mehrstufige Vorreinigung stattfin- 
det . Auch ware es denkbar , das Auf nahmebecken 9 wegzulas- 
sen", und die Wafer direkt mit dem Handler 50 von dem Ein- 
gabebereich 5 in das erste Burstenbecken 10 zu transpor- 
tieren. Dies setzt allerdings ein sehr genaues Timing 
voraus, da der Wafer nicht zu lange in dem Aufnahmebe- 
reich verweiien sollte, da ansonsten an dem Wafer befind- 
liche Flussigkei ten antrocknen konnten. Ferner ist es 
auch mbglich, dafi die Wafer durch einen externen Roboter 
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direkt in das Auf nahmebecken 9 eingesetzt warden und der 
Handler 50 die Wafer nur aus dem Aufnahme- und Sammelbek- 
ken 9 in die Burst enreinigungseinr ich tung 10 transpor- 
tiert . 
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Paten tanspriiche 

1. Verfahren zum Reinigen von Substraten (8), bei dem 

a) die Substrate (8) jeweils einzeln in wenigstens 
einer Grobreinigungseinrichtung (10, 11) naft 
vorgereinigt we r den; 

b) die Substrate (8) nachfoigend im nassen Zustand 
in ein mit Behandlungsf luid gefulltes Sammel- 
becken (30) transport iert werden; 

c) die Substrate (8) in dem Sammelbecken (30) ge- 
sammelt werden; 

d) die Substrate (8) beim Erreichen einer bestimm- 
ten Anzahl in dem Sammelbecken (30) gemeinsam 
als eine Charge im nassen Zustand in eine Fein- 
reinigungseinrichtung (35) transport iert wer- 
den ; 

e) die Charge aus Substraten (8) in der Feinreini- 
gungseinrichtung (35) naft endgereinigt wird; 
und 

f) die Charge nachfolgend getro'cknet wird. 



Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
daft das Substrat (8) mit wenigstens einer Biirste 
(20, 21) und wenigstens einer Behandlungsf liissigkeit 
(16) vorgereinigt wird. 



Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
daft . die wenigstens eine Biirste (20, 21) zum Vorrei- 
nigen des Substrats (8) gedreht wird. 

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daft das Substrat (8) wahrend der 
Vorreinigung gedreht wird. 



Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daft das Substrat (8) bei der Vorrei- 
nigung mit Megasonic beschallt wird. 
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Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daft das Substrat (8) in zwei uncer- 
schiedlichen Grobreinigungseinrichtungen (10, 11) 
vorgereinigt wird, und im nassen Zustand von einer 
ersten Grobreinigungseinrichtung (10) zu einer zwei 
ten Grobreinigungseinrichtung (11) t ransportiert 
wird* 



Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, daft die Substrate (8) wahrend der 
Verfahrensschritte in einer im wesentlichen gleichen 
Orientierung gehalten werden. 

Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
daft die Substrate (8) im wesentlichen vertikal ge- 
halten werden. 



20 



9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, daft die Substrate (8) bei der End- 
reinigung wenigstens einer Reinigungs- und/oder 
Spulf lussigkeit ausgesetzt werden. 



10, 

25 



Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 
daft die Substrate (8) vollstandig in die Reinigungs- 
und/oder Spul f lussigkeit eingetaucht werden. 



11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft die Substrate (8) mit der Reinigungs- 

30 und/oder Spulf lussigkeit umspult werden. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 11, dadurch 
gekennzeichnet, daft die Substrate (8) mit Megasonic 
be sc ha 11 t werden . 

35 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 12, dadurch 
gekennzeichnet, daft die Substrate (8) nach der 
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Endreinigung zum Trocknen aus der Reinigungs- 
und/oder Spulf lussigkei t herausbewegt werden . 

Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet , 
daJi die Substrate (8) in eine Trocken-Transf er-Haube 
eingefuhrt und in dieser verriegelt werden. 

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB vor und/oder wahrend dem Herausbewegen 
der Substrate (8) aus der Reinigungs- und/oder Spul- 
flussigkeit ein Fluid in den Trocknungsbereich ein- 
geleitet wird. 



14 . 

5 



16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, 
15 daii das Fluid in die Trocken-Transf er-Haube (70) 

eingeleitet wird. 

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi das Fluid ein Gasgemisch aus Stick- 

20 stoff und Isopropylalkohol ist. 



18. Vorrichtung zum NaGreinigen von Substraten (8), die 
folcendes aufweist: 

wenigsten eine Einzelsubstrat-Grobreinigungseinrich- 
25 tung (10, 11) mit einer Flussigkeitszuf uhr und einem 

Behandlungsbehal ter (15); 

wenigstens ein jnit Behandlungsf luid fiillbares Sam- 
melbecken (30) zur Aufnahme mehrerer Substrate (8); 
eine Chargen-Feinreinigungseinrichtung (35) mit ei- 

30 nem Fluidbehalter (36) ; und 

wenigstens eine Transportvorrichtung (4) zum Trans- 
port der Substrate (8) zwischen der Einzelsubstrat- 
Grobreinigungseinrichtung (10, 11) und dem Sammel- 
becken (30) einerseits und dem Sammelbecken (30) und 

35 der Chargen-Feinreinigungseinrichtung (35) anderer- 

seit s . 
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19. Vorrichtung nach Anspruch 18, ciadurch gekennzeich- 
net, daft die Einzelsubs trar-Grobreinigungseinrich- 
tung (10, 11) wenigstens eine Burste (20, 21) auf- 
weist . 

5 

20. Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeich- 
net, daft die wenigstens eine Burste (20, 21) zum 
Reinigen des Substrats (8) drehbar ist. 

10 21. Vorrichtung nach einem der Anspruche 18 bis 20, da- 
durch gekennzeichnet, daft die Einzelsubstrat-Grob- 
reinigungseinrichtung (10, 11) wenigstens eine dreh- 
bare Andruckrolle (22, 24) aufweist. 

15 22. Vorrichtung nach einem der Anspruche 18 bis 21, da- 
durch gekennzeichnet , daft die Einzelsubstrat-Grob- 
reinigungseinrichtung (10) wenigstens einen Ultra- 
schallsender aufweist. 

20 23. Vorrichtung nach einem der Anspruche 18 bis 22, da- 
durch gekennzeichnet, daft die Einzelsubst rat-Grob- 
reinigungseinrichtung (10, 11) zwei Behandlungs- 
becken mit jeweils wenigstens einer Fliissigkeitszu- 
fuhr aufweist - 

25 

24. Vorrichtung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeich- 
net, daft in jedem der Becken wenigstens eine Burste 
vorgesehen ist . 

30 25. Vorrichtung nach einem der Anspruche 18 bis 24 r da- 
durch gekennzeichnet, daft die Einzelsubstrat -Grob- 
reinigungseinrichtung (10, 11) , das Sammelbecken 
(30), die Chargen-Feinreinigungseinrichtung (35) so- 
wie die Transportvorrichtung (4) jeweils Haltemittel 

35 aufweisen, urn die Substrate (8) in einer im wesent- 

lichen gleichen Ausrichtung zu halten. 
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26. Vorrichtung nach Anspruch 25, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die jeweiligen Haltevorrichtungen die Sub- 
strate (8) im wesentlichen vertikal halten. 

5 27. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 18 bis 26, da- 
durch gekennzeichnet, daft- die Chargen-Feinreini- 
gungseinrichtung (35) wenigstens einen Sinlaft (38) 
fur Reinigungs- und/oder Spulf liissigkei t aufweist. 

10 29. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 18 bis 27, da- 
durch gekennzeichnet, daft die Chargen-Feinreini- 
gungseinrichtung (35) wenigstens einen Ultraschall- 
sender aufweist. 

15 29. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 18 bis 28, da- 
durch gekennzeichnet, daft die Chargen- Feinreini- 
gungseinrichtung eine Anheb- und Absenkvorrichtung 
(37) fur die Substrate (8) aufweist. 

20 30. Vorrichtung nach einem der Anspruche 18 bis 29, da- 
durch gekennzeichnet, daft die Transportvorrichtung 
(4) eine Trocken-Transport-Haube (70) mit Haltemit- 
teln (71, 72) fur die Substrate (8) aufweist. 



25 31 



30 

32 



Vorrichtung nach Anspruch 30, dadurch gekennzeich- 
net, daft die Trocken-Transport-Haube (70) Mittel 
(75) zum Einleiten eines Fluids in einen Trocknungs- 
bereich uber einer Oberflache einer in dem Fluidbe- 
halter (36) befindlichen Fliissigkeit aufweist. 



Vorrichtung nach einem der Anspruche 18 bis 31, da- 
durch gekennzeichnet, daft die Transportvorrichtung 
(4) eine Naft-Transport-Haube (60) zum Transport ei- 
ner Charge aus Substraten (8) von dem Sammelbecken 

35 < 30 > zu der Cha rgen-Feinreinigungseinrichtung (35) 

aufweist . 
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33. Vorrichtung nach einem der Anspruche 18 bis 34 , da- 
durch gekennzeichnet, daft die Einzelsubstrat-Grob- 
reinigungseinrichtungen (10, 11), das Aufnahme- und 
Sammelbecken (30), sowie die Chargen-Feinreinigungs- 
einrichtung (35) in einer Reihe angeordnet sind. 

34. Vorrichtung nach einem der Anspruche 18 bis 32, ge- 
kennzeichnet durch einen Eingabebereich (5) mit ei- 
ner Aufnahme (7) . 

35. Vorrichtung nach einem der Anspruche 18 bis 33, ge- 
kennzeichnet durch ein mit Flussigkeit fullbares 
Eingangsbecken (9) . 



15 36. 



20 



Vorrichtung nach den Anspruchen 34 und 35, aadurch 
gekennzeichnet, daft die Einzelsubstrat-Grobreini- 
gungseinrichtung (10, 11), das Sammelbecken (30), 
die Chargen-Feinreinigungseinrichtung (35), der Ein- 
gabebereich (5) sowie das Eingangsbecken (9) in ei- 
ner Reihe angeordnet sind. 
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Fig. 4 
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